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特殊说明 Special Instructions ：

SMT注意：
1.装片位置公差为±25um；
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A芯
U1

序号 芯片名称
芯片尺寸(带

切割道）
芯片厚度

Wafer
material

Bump

Size(um)

Bump
Compositio

n/

Height(um)

Min. Bump

Pitch(um)
Bump

Structure

Pad S/M
Opening of

Substrate(

MIN)

Min
Substrate
Bump Pad

Size(um)

Bump Type
No. of
Bump

A芯（U1) LA03-U03

1580*940(μ
m²)

62.20*37.00(
mil²)

150um 84×84 84×84
74(Cu43+Ni3

+SnAg28)
130 1P1M Full open 110×110

Pillar
Bump

36

注意：

1.后切割切割道宽度为0.2mm.
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